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九江德福科技股份有限公司 

投资者关系活动记录表 

编号：2025-001 

 

 

投资者关系活动类别 

特定对象调研 ☐分析师会议 

☐媒体采访 ☐业绩说明会 

☐新闻发布会 ☐路演活动 

☐现场参观 

☐其他（请文字说明其他活动内容） 

参与单位名称及人员姓名 

华泰柏瑞基金管理有限公司 

天风证券股份有限公司 

国泰君安证券股份有限公司 

招商证券股份有限公司 

广发证券股份有限公司 

时间 2025年1月9日 15:00-16:00 

地点 江西省九江市开发区汽车工业园顺意路15号 

上市公司接待人员姓名 
董事、副总经理 江泱博士 
副总经理 范远朋博士 
副总经理、董事会秘书 吴丹妮女士 

 

 

 

投资者关系活动主要内容

介绍 

一、介绍公司发展历程、基本业务及研发情况 

公司成立于 1985 年，前身为九江电子材料厂，生产、销售、

研发电解铜箔业务 40 年。2015 年前以电子电路铜箔业务为主，

2015 年开发锂电铜箔产品，2017 年进行股份制改革，2021 年产业

资本长江晨道、LG 化学、赣锋锂业、万向一二三等增资入股公司，

2023 年 8 月公司在深交所创业板上市。 

公司主要从事各类高性能电解铜箔的研发、生产和销售，产品

按照应用领域可分为电子电路铜箔和锂电铜箔。2020 年初总产能为

1.8 万吨/年，截至 2024 年三季度，公司产能至 15 万吨/年，2025

年 2 季度将有 2.5 万吨在建产能投产试运行。公司实现自主开发核

心添加剂、耗材及设备，不断实现产品、工艺和技术革新。截至

2024 年三季报，公司研发团队拥有来自北京大学、清华大学、中国

科学技术大学、厦门大学等高校博士 17 人、截止 2024年 12 月博

士研发人员升至 19 人，硕士百余人并教授级高级工程师 1 人、高

级工程师 2 人等多名行业资深专家，研发团队背景及综合能力、研

发投入位居同行业前列。 

 

二、问答环节 

1、德福科技在高端电子电路领域的具体新产品、新客户或进

展是什么？以及今年的具体出货量是多少？ 

答：电子电路领域从铜箔应用到覆铜板，再到 PCB，IC封装载

板，再到终端，需经过 1-3 年的认证周期。公司 2018年起组建夸

父实验室，致力于高端电子电路铜箔转型升级。精细线路领域所使



用的带载体可剥离超薄铜箔是制备难度最高的铜箔产品之一，该产

品技术多年被外资铜箔公司垄断。公司自主研发的超高端载体铜箔

陆续在载板企业送样验证，相关产品性能及可靠性已通过某存储芯

片龙头公司的验证和工厂制造审核，2025 年起将陆续替代进口产

品。 

高频通信及高速服务器市场目前公司已实现大量国产化替代，

高端应用已通过深南电路、胜宏科技等 PCB 厂商的验证，并在英伟

达项目中实现应用。预计 2025 年高频高速 PCB 领域和 AI 应用终端

涉及的公司 HVLP1-4 代产品、RTF1-3 代产品出货将达数千吨级别。 

2、公司在锂电铜箔有何技术优势？ 

答：公司紧跟锂电铜箔轻薄化的发展趋势，于 2018 年完成 6μ

m 高抗拉锂电铜箔的开发，该产品运用自主研发的电解添加剂复配

技术，抗拉强度和延伸率等关键技术指标达到领先水平；2020 年，

公司进一步掌握 6μm 高模量锂电铜箔、4.5μm 高抗拉锂电铜箔量

产技术；2021 年，公司研发出多款高模量、高延伸锂电铜箔，产品

抗拉强度、弹性模量以及延伸率等指标具有行业领先优势；2022 年

以来，公司以上高附加值产品陆续实现批量出货。 

公司锂电铜箔研发将继续围绕“高抗拉、高模量、高延伸”的

方向，结合下游需求发展情况、持续加强研发投入，以保持产品技

术领先优势及长期竞争力。 

3、公司在硅基负极电池领域进展如何？ 

答：目前高端数码产品如手机和无人机等新型消费电子，对续

航能力的需求持续高涨。由于这些产品的空间体积有限，对能量密

度的要求尤为严格。长期以来，业界探索使用硅碳或硅氧负极替代

或掺杂石墨，以利用其更高的锂嵌套能力来提升能量密度。然而，

硅负极的立体结构导致其在充放电过程中体积膨胀巨大，远超石墨

材料，普通铜箔无法挑战其高膨胀和回缩能力，易出现鼓包、断裂

等问题。 

对此，公司已开发出同样厚度下两倍以上抗拉强度和延伸率的

新产品，可最大限度提升硅负极电池的循环稳定性。目前公司已与

多家客户建立深度战略合作关系，该款产品已在高端手机和无人机

项目中实现批量稳定出货，月出货量超百吨，附加值高，该产品系

市场独供，对业绩贡献显著。与此同时，公司 2025 年应用在硅碳

材料的特种铜箔有望实现动力电池方向增量，此等增量是下游应用

单体几十克到几十公斤的数量级变化，在目前行业同质化产品过剩

和公司锂电满产的情况下，实现高端产品结构改善。 

4、公司在固态电池领域进展如何？ 

答：半固态电池和全固态电池在研的解决方案较多，安全性相

对提高但能量效率未有本质提升。针对固态电池的发展路径，经过

公司持续研发，同时与多家客户深入合作下取得了一些突破，现已

开发出孔状铜箔和雾化铜箔两种适合不同应用场景的负极集流体解

决方案。目前公司持续跟进三十余家多次送样测试客户。并肩客户

探索新的负极材料替代方案，以达到更高的能量密度和更好的稳定

性。 

5、公司高附加值产品占比结构及未来预期？ 

答：截至 2024 年中报，公司锂电产品中高附加产品占比 39.64%，

电子电路产品中高附加值产品占比达 16.15%，公司 2025 年目标是全

年锂电高附加值产品占比升至 60%，电子电路高附加值产品占比升至

20%。 

锂电铜箔方面，目前锂电硅负极、高端数码、高端动力类都在增



长，头部电芯厂商对中高强度产品的需求量比达 50%，产业的迭代升

级也较为明显，增长趋势明显，公司产品高端差异化发展战略笃定前

行。 

电子电路铜箔方面，作为电子产品的神经传导载体，AI 时代下

高端电子产品的应用对其发展有极大促进作用，公司专注电子电路

铜箔行业 40 年，必将努力把握国产化机遇，践行大国工匠精神，铸

铜箔工业之典范。 

附件清单（如有） 无 

日期 2025年1月9日 
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